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Ein Substrat (1) fiir einen portablen Datentréger (10) umfasst eine elektrische Komponente (2, 3), wie eine Antenne, die zwei auf
einander gegeniiberliegenden Oberfldchen des Substrats (1) aufgebrachte Teile aufweist. Die Teile der elektrischen Komponente
(2, 3) umfassen ein elektrisch leitfahiges Material und sind in Durchkontaktierungsbereichen (4, 5, 6, 7) des Substrats (1) durch
Durchbrechungen (8, 13) des Substrats (1) hindurch elektrisch leitend miteinander verbunden. Die Durchbrechungen (8, 13)
werden mittels Laser hergestellt und weisen eine maximale Weite von maximal 20 pm auf. Vorzugsweise weist ein
Durchkontaktierungsbereich (4, 5, 6, 7) eine Vielzahl von Durchbrechungen (8, 13) auf, die iiber den Durchkontaktierungsbereich
(4, 5, 6, 7) verteilt sind.
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Substrat fiir einen portablen Datentrdger

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Substrat fiir einen portablen Datentra-
ger, einen Datentragerkorper fiir einen portablen Datentrager sowie einen
portablen Datentrager jeweils mit einem solchen Substrat und ein Verfahren

zur Herstellung eines Substrats fiir einen portablen Datentrédger.

Portable, meist kartenférmige Datentrager, insbesondere Chipkarten, werden
in vielen Bereichen eingesetzt, beispielsweise als Ausweisdokumente, zum
Nachweis einer Zugangsberechtigung zu einem Mobilfunknetz oder zur
Durchfiihrung von Transaktionen des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Eine
Chipkarte weist einen Kartenkorper und einen in den Kartenkorper

eingebetteten integrierten Schaltkreis auf.

Eine Kommunikation mit dem integrierten Schaltkreis kann iiber ein Kon-
taktfeld der Chipkarte abgewickelt werden, das hierzu von einer Kon-
taktiereinheit beriihrend kontaktiert wird. Alternativ oder zusitzlich zur
Kommunikation iiber das Kontaktfeld kann eine kontaktlose Kommu-
nikation vorgesehen sein. Hierzu kann der Kartenkorper eine Antenne
aufweisen, die beim Einbau des Chipmoduls mit dem integrierten Schalt-
kreis elektrisch leitend verbunden wird. Abhingig vom Einsatzgebiet der
Chipkarte kann der Kartenkorper aufer der Antenne auch andere oder
weitere elektrische Komponenten aufweisen, die beim Einbau des Chipmod-

uls mit dem integrierten Schaltkreis elektrisch leitend verbunden werden.

Die elektrische Komponente, wie zum Beispiel eine Antenne, kann insbe-

sondere mit einem elektrisch leitfdhigen Material auf eine Kunststofffolie,
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welche das Tragermaterial des Substrats bildet, aufgedruckt sein. Das Sub-
strat mit der elektrischen Komponente wird insbesondere auch als Inlay,
insbesondere Antennen-Inlay, bezeichnet und bildet eine Schicht des
Datentragerkorpers. Falls die elektrische Komponente auf zwei gegeniiber-
liegenden Oberfldchen des Substrats aufgebracht ist, erfolgt eine Durchkon-
taktierung durch das Substrat hindurch, um die Teile der elektrischen Kom-

ponente auf den gegeniiberliegenden Seiten elektrisch leitend zu verbinden.

Das Durchkontaktieren kann beispielsweise mechanisch mittels eines
Schneide- oder Stanzwerkzeugs erfolgen, mit dem eine Durchbrechung
durch das Substrat hindurch erzeugt wird. Die dabei auftretende mecha-
nische Belastung des Substrats kann allerdings die bereits auf dem Substrat
vorhandene Schicht aus elektrisch leitfdhigem Material beschadigen. Zudem
muss das Werkzeug scharf genug sein, um eine Durchkontaktierung sicher-

zustellen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein Substrat fiir einen
portablen Datentrager sowie ein entprechendes Herstellungsverfahren fiir
ein solches Substrat vorzuschlagen, das eine sichere Durchkontaktierung bie-
tet, wobei die Durchkontaktierung herstellbar ist, ohne das Substrat starken

mechanischen Belastungen auszusetzen.

Diese Aufgabe wird durch ein Substrat fiir einen portablen Datentréger,
einen Datentragerkorper fiir einen portablen Datentrédger sowie einen porta-
blen Datentréager jeweils mit einem solchen Substrat und ein Verfahren zur
Herstellung eines Substrats fiir einen portablen Datentrdger mit den Merk-
malen der unabhingigen Anspriiche gelost. Vorteilhafte Ausgestaltungen

und Weiterbildungen sind in den abhéngigen Anspriichen angegeben.
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Ein Substrat fiir einen portablen Datentrager weist in zumindest einem
Durchkontaktierungsbereich des Substrats mindestens eine Durchbrechung
auf, durch welche hindurch Teile einer elektrischen Komponente, wie einer
Antenne, auf einander gegeniiberliegenden Seiten des Substrats elektrisch
leitend miteinander verbunden sind. Erfindungsgemafs weist die Durch-
brechung eine maximale Weite von maximal 20 pm, vorzugsweise maximal

15 pm, weiter vorzugsweise maximal 10 pm, auf.

Durch das Vorsehen von zumindest einer Durchbrechung mit einer derart
beschrankten maximalen Weite kann eine sichere Durchkontaktierung von
einer Oberfldche des Substrats zu der gegentiiberliegenden Oberflédche des
Substrats bereitgestellt werden. Die Weite der Durchbrechung ist grof3
genug, so dass das elektrisch leitfdhige Material, insbesondere Partikel des
elektrisch leitfahigen Materials, wie einer Silberleitpaste, durch die Durch-
brechung hindurch treten kann und dabei in der Durchbrechung haften
bleibt, um die elektrisch leitfdhige Verbindung von einer Seite des Substrats
zur anderen Seite des Substrats, d.h. die Durchkontaktierung, zu bilden.
Insbesondere kénnen dabei auch Kapillarkréfte auftreten, welche das el-
ektrisch leitfdhige Material in die Durchbrechung ziehen. Die Beschrankung
der maximalen Weite der Durchbrechung bewirkt, dass das elektrisch
leitfahige Material nicht durch die Durchbrechung des Substrats hin-
durchléduft, ohne haften zu bleiben. Dadurch konnen Verschmutzungen der

Maschinen bei der Herstellung reduziert werden.

Unter maximaler Weite wird insbesondere diejenige Abmessung des
Querschnitts einer Durchbrechung bzw. ihrer Offnung im Substrat verstand-
en, welche dem maximalen Abstand zwischen zwei derart gegentiber-
liegenden Seiten entspricht, dass eine gewﬁnscﬁté Anzahl von Partikeln

eines Materials mit einer bestimmten Partikelgrofie nebeneinander durch die
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Durchbrechung treten kann. Die maximale Weite der Durchbrechung kann
insbesondere auch der lichten Weite der Durchbrechung entsprechen. Insbe-
sondere kann die maximale Weite die Breite oder der Durchmesser einer
Durchbrechung oder auch die maximale geometrische Abmessung in einer
Querrichtung einer Durchbrechung sein. Bei komplexen oder un-
regelméfliigen Querschnittsgeometrien kann insbesondere auch die kleinste
konvexe Fldche, welche den Querschnitt der Durchbrechung enthilt (kon-
vexen Hiille) oder die grofite konvexe Flache, welche in dem Querschnitt der
Durchbrechung enthalten ist, zur Bestimmung der maximalen Weite

herangezogen werden.

Vorteilhafterweise weist das elektrisch leitfahige Material Partikel mit einer
bestimmten Partikelgrofse auf, wie beispielsweise eine Silberleitpaste mit Sil-
berleitpartikeln im Bereich von ungefahr 3 pm. Unter Partikelgrofse kann
insbesondere die maximale geometrische Ausdehnung eines Partikels
verstanden werden. Die Partikelgrofie kann auch iiber den sogenannten
Aquivalentdurchmesser definiert werden. Die maximale Weite der zumind-
est einen Durchbrechung entspricht vorzugsweise dem zwei- bis ftinffachen,
besonders bevorzugt maximal dem vierfachen der mittleren Partikelgrofle.
Die Weite der Durchbrechung liegt somit in einem Bereich, der gerade ein
Eindringen oder auch Durchtreten der Partikel in bzw. durch die Durch-
brechung erlaubt. Jedoch fliefit das elektrisch leitfahige Material aufgrund
der Obergrenze der maximalen Weite der Durchbrechung nicht ungehindert
durch die Durchbrechung hindurch, sondern haftet in der Durchbrechung

an.

Insbesondere ist es vorteilhaft, wenn die zumindest eine Durchbrechung
einen ovalen oder langlichen Querschnitt aufweist. Durch Vorsehen eines

ovalen Querschnitts der Durchbrechung kann der Haftungseffekt des el-
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ektrisch leitfahigen Materials in der Durchbrechung verbessert werden. Im
Falle von Durchbrechungen mit langlichem Querschnitt kann das elektrisch
leitfahige Material die Strange des Substratmaterials, die zwischen den
Durchbrechungen verbleiben, umschlieSen, wodurch die Durchkontaktier-
ung weiter verbessert wird, da eine besonders stabile elektrische Verbindung
zwischen den beiden gegeniiberliegenden Oberflachen des Substrats mittels
des elektrisch leitfahigen Materials hergestellt wird. Insbesondere eine
Durchbrechung mit ovalem Querschnitt kann des Weiteren einen Quersteg,
beispielsweise in der Mitte, also entlang der kurzen Halbachse, aufweisen,
was die Haftung des elektrisch leitfadhigen Materials in der Durchbrechung

weiter verbessert.

In einer bevorzugten Ausgestaltung weist der zumindest eine Durchkon-
taktierungsbereich des Substrats eine Vielzahl von Durchbrechungen auf.
Dadurch kann die Durchkontaktierung im Vergleich zu einem Durchkon-
taktierungsbereich insbesondere mit nur einer Durchbrechung verbessert
werden. Das elektrisch leitfihige Material kann dabei in alle Durch-
brechungen in einem Durchkontaktierungsbereich eindringen. Es kénnen
beispielsweise zwolf oder mehr Durchbrechungen in einem Durchkon-
taktierungsbereich vorgesehen sein. Eine Vielzahl von Durchbrechungen in
einem Durchkontaktierungsbereich kann auch als Perforation oder Mikro-
perforation bezeichnet werden. Die Durchkontaktierung kann somit im Wes-
entlichen tiber die gesamte Flache eines Durchkontaktierungsbereichs
bereitgestellt werden, was im Vergleich zu einer nur punktférmigen oder
schlitzformigen Durchkontaktierung eine zuverladssigere Durchkontaktier-

ung bietet.

Falls eine Vielzahl von Durchbrechungen in einem Durchkontaktierungs-

bereich vorgesehen wird, konnen die Durchbrechungen beispielsweise im
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Wesentlichen gleichméfsig tiber den Durchkontaktierungsbereich verteilt
sein. Es ist auch moglich, die Durchbrechungen in einem Raster oder Feld
mit mehreren Zeilen und/oder Spalten anzuordnen. Besonders vorteilhaft ist
es, die Durchbrechungen in einem Feld anzuordnen, in dem die Zeilen oder
Spalten versetzt zueinander angeordnet sind. Derartige Anordnungen

verbessern die Durchkontaktierung weiter.

Es ist besonders vorteilhaft, wenn die zumindest eine Durchbrechung des
Substrats ausschliefslich mit dem elektrisch leitfahigen Material gefiillt ist.
Das bedeutet, dass die elektrische Verbindung von einer Oberflache des Sub-
strats zu der gegeniiberliegenden Oberfldche des Substrats ausschliefslich
tiber das elektrisch leitfdhige Material erfolgt, aus welchem insbesondere die
elektrische Komponente gebildet ist. Es ist somit keine zusétzliche

Durchkontaktierung aus einem anderen Material erforderlich.

Es ist vorteilhaft, Kontaktbereiche des Substrats, iiber die ein elektrischer
Kontakt zu einem elektronischen Modul eines portablen Datentrégers,
beispielweise mittels eines elastischen elektrischen leitfahigen Materials,
sogenannter Bumps, hergestellt werden soll, als Durchkontaktierungsbereich
mit den beschriebenen Durchbrechungen auszugestalten. Falls der Kon-
taktbereich des Substrats beispielsweise durch einen Riss unterbrochen ist
und somit die elektrische Verbindung zu dem elektronischen Modul bee-
intréchtigt wiirde, kann der Riss tiber die Durchkontaktierung {iber eine in-
takte Schicht aus elektrisch leitfahigem Material auf der gegeniiberliegenden
Seite des Substrats tiberbriickt werden. Mit anderen Worten, um die Zuver-
lassigkeit des elektrischen Kontakts zwischen der elektrischen Komponente
und einem elektronischen Modul zu verbessern, kann eine Kontaktfliche fiir
das elektronische Modul, welche sich beispielsweise auf der Vorderseite des

Substrats befindet, auf der Riickseite des Substrats redundant ausgeftihrt



WO 2013/139470 PCT/EP2013/000832

10

15

20

25

-7

werden und tiber Durchkontaktierungen mit dieser elektrisch leitend ver-

bunden werden.

Das Substrat mit der elektrischen Komponente kann eine Schicht eines
Datentragerkorpers, ein sogenanntes Inlay, bilden. Der Datentrégerkorper
kann einen Teil eines portablen Datentradgers, wie einer Chipkarte, bilden.
Insbesondere kann ein integrierter Schaltkreis mit der elektronischen Kom-

ponente auf dem Substrat elektrisch verbunden sein.

Zur Herstellung des Substrats wird eine Kunststofffolie bereitgestellt, in die
in zumindest einen Durchkontaktierungsbereich mittels eines Lasers
zumindest eine derartige Durchbrechung eingebracht wird. Das elektrisch
leitfadhige Material wird bei der Herstellung des Substrats auf zwei
gegentiberliegende Oberfldchen der Kunststofffolie im Bereich der Durch-
brechung derart aufgebracht, dass durch die Durchbrechung hindurch eine
elektrisch leitfahige Verbindung zwischen den einander gegentiberliegenden
Oberfléchen der Kunststofffolie gebildet wird. Da die Durchbrechungen mit-
tels eines Lasers gebildet werden, kénnen mechanische Belastungen auf das
Substrat bzw. die Kunststofffolie vermieden werden. Somit kann die Fo-
lienstdrke unabhdngig von der Durchkontaktierung gewéahlt werden. Es
konnen insbesondere diinne Kunststofffolien verwendet werden, welche den
mechanischen Belastungen durch ein Schneide- oder Stanzwerkzeug nicht
standhalten wiirden. Insbesondere, falls vor dem Bilden der Durchbrechung
bereits elektrisch leitfdhiges Material auf die Kunststofffolie aufgetragen
wurde, unterliegt dieses keiner mechanischen Belastung, wodurch es zu
Rissbildungen kommen konnte, insbesondere bei sehr diinnen Folien, welche
sich bei Einwirkung eines Schneide- oder Stanzwerkzeugs relativ stark ver-

formen wiirden.
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Vorteilhaft ist es, wenn die zumindest eine Durchbrechung mittels des Lasers
nach dem Aufbringen des elektrisch leitfahigen Materials auf eine der
einander gegeniiberliegenden Oberflédchen der Kunststofffolie gebildet wird.
Somit ist eine Seite der Durchbrechung bereits durch das elektrisch leitfahige
Material verschlossen, so dass ein ungewolltes Austreten des elektrisch
leitfahigen Materials ausgeschlossen werden kann. Insbesondere werden die
Parameter des Lasers, wie Energie und Frequenz dabei so eingestellt, dass
die Kunststofffolie zur Bildung der Durchbrechung durchbrochen wird, das
bereits auf der gegeniiberliegenden Oberfléche der Folie aufgebrachte el-
ektrisch leitfdhige Material jedoch nicht zerstort wird. Die Durchbrechung
kann auch vor dem Aufbringen des elektrisch leitfahigen Materials auf die

Kunststofffolie gebildet werden.

Weiter vorteilhaft ist es, wenn das elektrisch leitfahige Material zur Bildung
einer elektrischen Komponente derart auf die Kunststofffolie aufgebracht
wird, dass das elektrisch leitfihige Material wiahrend des Aufbringens auf
die Kunststofffolie in die Durchbrechung der Kunststofffolie eindringt. Somit
konnen das Bilden der elektrischen Komponente und die Durchkontaktier-
ung in einem Schritt erfolgen. Vorzugsweise wird das elektrisch leitfhige

Material im Siebdruckverfahren auf die Kunststofffolie aufgebracht.

Die Erfindung wird im Folgenden mit Bezug auf die beiliegenden schema-

tischen Zeichnungen beispielhaft beschrieben. Darin zeigen:

Fig. 1 einen portablen Datentrédger in Draufsicht mit angedeuteten

Antennenwindungen und Durchkontaktierungsbereichen,

Fig. 2 eine Oberfldche eines Substrats in Draufsicht,
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Fig. 3 eine der in Fig. 2 dargestellten Oberfldche gegeniiberliegende

Oberflache des Substrats in Draufsicht,

Fig. 4 eine Detailansicht eines Durchkontaktierungsbereich mit ova-

len Durchbrechungen,

Fig. 5 ein Ausfithrungsbeispiel einer ovalen Durchbrechung mit
Quersteg und
Fig. 6 eine Detailansicht eines Durchkontaktierungsbereich mit langli-

chen Durchbrechungen.

In Fig. 1 ist ein portabler Datentrédger 10 in Form einer Chipkarte dargestellt.
Der Datentrager 10 weist ein Chipmodul 11 auf, welches einen integrierten
Schaltkreis und Kontaktfldchen 12 zur kontaktbehafteten Kommunikation
mit einem entsprechenden Lesegerat enthilt. Der portable Datentrager 10
weist zudem eine Kontaktlosschnittstelle in Form einer Antenne 2, 3 auf,
deren Verlauf in Fig. 1 angedeutet ist. Die Antenne 2, 3 ist mit dem in-

tegrierten Schaltkreis verbunden.

In Fig. 2 ist eine der Oberfldchen, beispielsweise die Oberseite, eines Sub-
strats 1 dargestellt, welches als sogenanntes Inlay in einen portablen
Datentréger 10 beispielsweise mittels Laminieren als eine Schicht des
Datentragerkorpers integriert werden kann. Fig. 2 zeigt einen ersten Teil 2
der Antenne, welcher auf der Oberseite des Substrats 1 angeordnet ist. Die
Verbindung der Antenne mit dem integrierten Schaltkreis des Datentrégers
kann tiber sogenannte Bumps aus einem elastischen, elektrisch leitfahigen
Material erfolgen, welche auf entsprechende Auflageflachen auf dem Sub-

strat 1, hier in Form von Durchkontaktierungsbereichen 6, 7 aufgebracht
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werden. Die Durchkontaktierungsbereiche 6, 7 konnen beispielweise eine
Grofse von ungefahr 3 x 3 mm aufweisen. Die Enden des ersten Teils 2 der
Antenne auf der Oberseite des Substrats 1 miinden in Durchkontaktierungs-
bereichen 4, 5, iber welche eine elektrische Verbindung zu einem zweiten

Teil 3 der Antenne auf der Riickseite des Substrats 1 besteht.

Die Riickseite des Substrats 1 ist in Fig. 3 dargestellt. In den Durchkon-
taktierungsbereichen 4, 5 ist der zweite Teil 3 der Antenne mit dem ersten
Teil 2 der Antenne elektrisch verbunden. Der zweite Teil 3 der Antenne auf
der Riickseite des Substrats endet in dem Durchkontaktierungsbereich 7, in
dem eine elektrische Verbindung zu der Vorderseite des Substrats 1 besteht.
Auf der Riickseite des Substrats 1 ist der Durchkontaktierungsbereich 5 mit
dem Durchkontaktierungsbereich 6 verbunden, so dass die Antenne el-
ektrisch geschlossen ist. Andere Konfigurationen der Antenne sind
selbstverstandlich moglich. Es ist vorteilhaft, die Auflagefldchen fiir die Kon-
takte, d.h. insbesondere die sogenannten Bumps, zu dem Chipmodul 11 als
Durchkontaktierungsbereiche 6, 7 auszugestalten. Insbesondere sind in
diesem Ausfithrungsbeispiel die Durchkontaktierungsbereiche 5, 6 statt
direkt auf der Vorderseite des Substrats 1 auf der Riickseite des Substrats 1
miteinander elektrisch verbunden. Der elektrische Kontakt der Antenne 2, 3
zu dem Chipmodul 11 kann dadurch zuverlédssiger gestaltet werden, da
beispielsweise in Riss auf der Vorderseite eines der Durchkontaktierungs-
bereiche 6, 7 tiber die Durchkontaktierung auf die Riickseite des
entsprechenden Durchkontaktierungsbereichs 6, 7 tiberbriickt werden kann.
Insbesondere ist dies moglich, wenn der entsprechende Durchkontaktier-
ungsbereich 6, 7 eine Vielzahl von Durchbrechungen aufweist, welche {iber

den Durchkontaktierungsbereich 6, 7 verteilt sind.
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Wie in den Fig. 2 und 3 angedeutet, weisen die Durchkontaktierungsbereiche
4,5, 6,7 jeweils eine Vielzahl von Durchbrechungen auf. Dies ist beispielhaft
anhand des Durchkontaktierungsbereichs 4 in Fig. 4 im Detail dargestellt.
Der Durchkontaktierungsbereich 4 weist mehrere ovale Durchbrechungen 8
auf, welche in einem Feld mit drei Spalten angeordnet sind. Die Spalten sind
zueinander versetzt. Jede der Durchbrechungen weist eine maximale Weite
von maximal 20 pm auf, insbesondere eine maximale Weite, die kleiner oder
gleich dem vierfachen der mittleren Partikelgrofie des verwendeten el-
ektrisch leitfahigen Materials, wie einer Silberleitpaste mit Partikel mit einer

PartikelgrofSe von 3 pm, ist.

In Fig. 5 ist eine ovale Durchbrechung 8, welche einen Quersteg 9 in der Mit-
te aufweist, vergroflert dargestellt. Ein weiteres Ausfithrungsbeispiel von
Durchbrechungen ist in Fig. 6 dargestellt. Die Durchbrechungen 13 weisen
einen ldnglichen Querschnitt auf und sind durch Stege 14 voneinander
getrennt. Alle gezeigten Durchbrechungen 8, 13 sind mittels eines Lasers
herstellbar. Die Partikel eines elektrisch leitfdhigen Materials konnen in die
durch die Durchbrechungen 8, 13 gebildete Perforation des Substrats 1 ein-
dringen und haften bleiben, so dass eine zuverlassige Durchkontaktierung
erreicht wird, ohne dass das elektrische leitfahige Material Eeim Aufbringen
beispielsweise mittels Siebdruck auf der gegentiberliegenden Seite des Sub-
strats 1 austritt. Durch Verwendung eines Lasers statt mechanischer
Werkzeuge wird eine mechanische Belastung auf das Substrat wahrend der

Herstellung vermieden.
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Patentanspriiche

1. Substrat (1) fiir einen portablen Datentrédger (10), umfassend eine el-
ektrische Komponente (2, 3), die zwei auf einander gegeniiberliegenden
Oberfldchen des Substrats (1) aufgebrachte Teile aufweist, welche ein el-
ektrisch leitfadhiges Material umfassen und in zumindest einem Durchkon-
taktierungsbereich (4, 5, 6, 7) des Substrats (1) durch mindestens eine Durch-
brechung (8, 13) des Substrats (1) hindurch elektrisch leitend miteinander
verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Durchbrechung (8, 13)

eine maximale Weite von maximal 20 um aufweist.

2. Substrat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die maxi-
male Weite der Durchbrechung (8, 13) maximal 15 pm, vorzugsweise maxi-

mal 10 pm, ist.

3. Substrat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das
elektrisch leitfahige Material Partikel umfasst, wobei die maximale Weite der
Durchbrechung (8, 13) dem zwei- bis fiinffachen, vorzugsweise maximal

dem vierfachen, der mittleren PartikelgrofSe entspricht.

4. Substrat nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die Durchbrechung (8, 13) einen ovalen oder langlichen Querschnitt

aufweist.

5. Substrat nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Durch-

brechung (8) einen Quersteg (9) aufweist.
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6. Substrat nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass der zumindest eine Durchkontaktierungsbereich (4, 5, 6, 7) eine Vielzahl

der Durchbrechungen (8, 13) aufweist.

7. Substrat nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Vielzahl
von Durchbrechungen (8, 13) in dem zumindest einen Durchkontaktierungs-
bereich (4, 5, 6, 7) in einem Feld mit mehreren Zeilen und/oder mehreren

Spalten angeordnet sind.

8. Substrat nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Zeilen
oder Spalten von Durchbrechungen (8, 13) in dem Feld versetzt zueinander

angeordnet sind.

0. Substrat nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens eine Durchbrechung (8, 13) ausschliefslich mit dem el-

ektrisch leitfdhigen Material geftillt ist.

10.  Datentrdgerkorper fiir einen portablen Datentrédger (10), umfassend
ein Substrat (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 9, wobei das Substrat (1)

eine Schicht des Datentrdgerkorpers bildet.

11.  Portabler Datentrdger (10), umfassend ein Substrat (1) nach einem der

Anspriiche 1 bis 9 oder einen Datentragerkérper nach Anspruch 10.

12.  Verfahren zur Herstellung eines Substrats (1) fiir einen portablen
Datentrager (10), umfassend die Schritte:
- Bereitstellen einer Kunststofffolie,
- Bilden von zumindest einer Durchbrechung (8, 13) in zumindest

einem Durchkontaktierungsbereich (4, 5, 6, 7) der Kunststofffolie durch die
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Kunststofffolie hindurch mittels eines Lasers derart, dass die Durchbfechung
(8, 13) eine maximale Weite von maximal 20 pm aufweist, und

- Aufbringen eines elektrisch leitfdhigen Materials auf zwei einander
gegentiiberliegende Oberfldchen der Kunststofffolie im Bereich der Durch-
brechung (8, 13) derart, dass durch die Durchbrechung (8, 13) hindurch eine
elektrisch leitfahige Verbindung zwischen den einander gegeniiberliegenden

Oberflachen der Kunststofffolie gebildet wird.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die
Durchbrechung (8, 13) mittels des Lasers nach dem Aufbringen des el-
ektrisch leitfahigen Materials auf eine der einander gegeniiberliegenden

Oberflachen der Kunststofffolie gebildet wird.

14.  Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass
das elektrisch leitfdhige Material zur Bildung einer elektrischen Komponente
(2, 3) derart auf die Kunststofffolie aufgebracht wird, dass das elektrisch
leitfahige Material wéahrend des Aufbringens auf die Kunststofffolie in die
Durchbrechung (8, 13) der Kunststofffolie eindringt.

15.  Verfahren nach einem der Anspriiche 12 bis 14, dadurch
gekennzeichnet, dass das elektrisch leitfdhige Material im Siebdruckverfah-

ren auf die Kunststofffolie aufgebracht wird.
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